
令和４年５月２５日 
教 育 環 境 課 

 
 

世田谷区立瀬田小学校一部校舎解体工事請負契約について 
 
１ 主旨 

世田谷区立瀬田小学校一部校舎解体工事について、令和４年４月６日に一

般競争入札が行われ、令和４年第２回区議会定例会に契約議案として提出予

定であるため、内容を報告する。 
 
２ 工事概要 
 （１）所 在 地  世田谷区瀬田二丁目１５番１号 

（２）敷 地 面 積  ８，９７２．３５㎡ 
（３）構 造 ・ 階 数  鉄筋コンクリート造地上３階建 
（４）解体延床面積  ４，４５１．５７㎡ 

 
３ 契約金額及び契約の相手方 
   契約金額    ２２０，０００，０００円 

契約の相手方  東京都立川市柴崎町三丁目１３番１９号 
株式会社エコワス 
代表者 森屋 光石 
 

４ 工期（予定） 
契約の日から令和５年８月１０日 

 
５ 今後のスケジュール（予定） 
   令和４年６月 第２回区議会定例会に契約議案を提出  

令和４年８月 着工 
令和５年８月 完了 
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